Mozliwos$¢ dofinansowania

Szkolenie Apple iPhone MASTER - 9 500,00 PLN brutto

zaawansowana diagnoza i pomiary na 9 500,00 PLN netto
serwis@ ptytach gtéwnych, odzysk danych w 237,50 PLN brutto/h

telefonach iPhone - lutowanie CPU, 237,50 PLN netto/h

technika wymiany pamieci RAM w CPU.

SERWIS 24 t UKASZ Numer usiugi 2026/01/08/137794/3245024

WARSZAWA

© Skarzysko Koscielne / stacjonarna
* % Kk k Kk 50/5 .

& Ustuga szkoleniowa
43 oceny

® 40h
£ 16.02.2026 do 20.02.2026

Informacje podstawowe

Kategoria Techniczne / Elektronika i elektrotechnika

Szkolenie skierowane jest do os6b rozwijajgcych dziatalno$¢ w zakresie
serwisu urzadzen GSM, w szczegdlnosci technikéw serwisowych,
pracownikéw punktéw naprawy telefonéw oraz oséb posiadajacych bardzo
dobrg znajomos$¢ budowy urzadzer mobilnych oraz swobodnie postuguja
sie technikami lutowania, potrafig pracowaé pod mikroskopem
serwisowym oraz chcg przygotowac sie do samodzielnego wykonywania

Grupa docelowa ustugi

zaawansowanej diagnostyki, pomiaréw elektrycznych, odzysku danych
oraz napraw lutowniczych na poziomie CPU i pamigci RAM.

Minimalna liczba uczestnikow 1

Maksymalna liczba uczestnikow 4

Data zakonczenia rekrutacji 09-02-2026

Forma prowadzenia ustugi stacjonarna

Liczba godzin ustugi 40

Podstawa uzyskania wpisu do BUR Standard Ustugi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny



Ustuga szkoleniowa przygotowuje uczestnika do samodzielnego diagnozowania uszkodzen ptyt gtéwnych telefonéw
iPhone z wykorzystaniem schematéw blokowych, wykonywania napraw usterek na ptytach gtéwnych oraz realizacji

odzysku danych z mechanicznie uszkodzonych urzadzen marki Apple.

Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiaggniecia i Metody walidacji

Efekty uczenia sie

Uczestnik konfiguruje narzedzia
diagnostyczne

Uczestnik definiuje przypadki usterek
na podstawie dokumentaciji

Uczestnik lokalizuje typowe usterki
sekcji zasilania

Kryteria weryfikacji

Dobiera odpowiednie narzedzia do
konkretnego typu usterki.

Samodzielnie lokalizuje wskazany
komponent w programie boardview/
schematow.

Konfiguruje miernik, zasilacz lub
mikroskop zgodnie z potrzeba
éwiczenia.

Przedstawia logiczng diagnoze na
podstawie objawéw i danych z
boardview.

Wskazuje podejrzane sekcje na plytce
uzasadniajgc swoje przypuszczenia.

Wskazuje na boardview lub fizycznie
lokalizuje konkretne linie zasilajace.

Interpretuje brak napiecia lub zwarcie
jako potencjalny objaw uszkodzenia.

Wykonuje analize logiczng z uzyciem
dokumentacji.

Metoda walidaciji

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny



Efekty uczenia sie

Uczestnik prawidtowo mierzy napiecia i

przeptyw pradu

Uczestnik wtasciwie dobiera narzedzia

do odzyskiwania danych

Uczestnik prawidtowo stosuje metody

odzysku danych

Uczestnik wykonuje demontaz CPU.

Kryteria weryfikacji

Uzywa zasilacza laboratoryjnego z

ograniczeniem pragdowym do wykrycia

zward.

Odczytuje wartosci napiecia z punktéw

pomiarowych.

Poréwnuje wyniki z wartosciami
referencyjnymi.

Wybiera odpowiedni sprzet (czytnik
NAND, JC/Medusa, iRepair) do
konkretnego przypadku.

Uzasadnia wybér konkretnego
narzedzia na podstawie typu
uszkodzenia.

Przeprowadza procedure odczytu

danych z zachowaniem CPU+NAND.

Prawidtowo obstuguje narzedzie i
generuje raport z wynikami.

Rozgrzewa CPU do odpowiedniej
temperatury i odlutowuje go bez
uszkodzen otoczenia.

Usuwa pozostatosci cyny z ptyty i CPU

bez uszkadzania padow.

Wykonuje reballing siatki kulkowej
zgodnie z rozktadem.

Metoda walidacji

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny



Efekty uczenia sie

Uczestnik regeneruje pady na CPU i
PCB

Uczestnik przeprowadza precyzyjne
lutowanie CPU

Kryteria weryfikacji

Rozpoznaje uszkodzone pady.

Planuje technike naprawy
uszkodzonych padéw (np.
microsoldering, jump wire).

Odtwarza pad zgodnie z oryginalnym
rozktadem z zachowaniem ciggtosci
potaczenia.

Prawidtowo pozycjonuje CPU na ptycie
gtéwnej.

Lutuje CPU réwnomiernie sprawdzajac
jego osadzenie pod mikroskopem.

Weryfikuje brak zwar¢ po montazu.

Metoda walidacji

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny



Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Obserwacja w warunkach
Przeprowadza test diagnostyczny symulowanych

uktadu z objawami probleméw RAM

(np. boot-loop, brak reakcji).
Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach

Pokazuje bezpieczng procedure symulowanych

mechanicznego usuwania RAM.

Wywiad swobodny
Uczestnik realizuje proces wymiany
pamieci RAM
Obserwacja w warunkach
Osadza i lutuje nowy uktad RAM z symulowanych
zachowaniem poprawnej orientac;ji.
Wywiad swobodny
Obserwacja w warunkach
Weryfikuje dziatanie uktadu po symulowanych
wymianie RAM
Wywiad swobodny
Kwalifikacje
Kompetencje

Ustuga prowadzi do nabycia kompetenciji.

Warunki uznania kompetenciji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzajgcy uzyskanie kompetencji zawiera opis efektéw uczenia sie?
TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, ze walidacja zostata przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia sie kryteria ich weryfikac;ji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwigzan zapewniajacych rozdzielenie proceséw ksztatcenia i
szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie skierowane jest do 0séb rozwijajacych dziatalnosé w zakresie serwisu urzgdzen GSM, w szczegdlnosci technikow serwisowych,
pracownikéw punktéw naprawy telefonéw oraz oséb posiadajacych bardzo dobrg znajomos$¢ budowy urzadzen mobilnych oraz
swobodnie postuguja sie technikami lutowania, potrafig pracowa¢ pod mikroskopem serwisowym oraz chca przygotowacé sie do



samodzielnego wykonywania zaawansowanej diagnostyki, pomiaréw elektrycznych, odzysku danych oraz napraw lutowniczych na
poziomie CPU i pamieci RAM.

Szkolenie stacjonarne realizowane w grupach maksymalnie 4-osobowych. Kazdy uczestnik pracuje na indywidualnym, w petni
wyposazonym stanowisku serwisowym.

Czas trwania ustugi: 40 godzin zegarowych (przerwy wliczone w czas ustugi).
Podziat godzin: zajecia teoretyczne: 10 h, zajecia praktyczne: 30 h

I. Wprowadzenie do stanowiska pracy — diagnostyka i analiza przypadkéw
10,5 h (3 h teoria/6,5 h praktyka)

Czesc¢ teoretyczna (3 h):

e ¢ Omodwienie narzedzi diagnostycznych: schematy blokowe, boardview, dokumentacja serwisowa.
e Charakterystyka sprzetu pomiarowego wykorzystywanego w diagnostyce ptyt gtdwnych iPhone.
e Zasady analizy usterek na podstawie objawdw i schematow.

Czes$¢ praktyczna (6,5 h):

e o Konfiguracja stanowiska pomiarowego.
e Techniki lokalizowania usterek na ptytach gtéwnych iPhone.
¢ Analiza rzeczywistych przypadkéw serwisowych.
* Wstepna diagnostyka uszkodzen logicznych.

Przerwa: 0,5h

Il. Sekcja zasilania CPU i Baseband
9 h (2 h teoria/7 h praktyka)

Czesc¢ teoretyczna (2 h):

e o Struktura sekcji zasilania procesora (CPU) oraz uktadu Baseband.
¢ Kluczowe linie zasilajgce i ich funkcje.
¢ Typowe usterki sekcji zasilania i metody ich diagnozy.

Czes¢ praktyczna (7 h):

e o Pomiary napie¢ i pradéw w obwodach zasilania.
e Analiza przeptywu pradu w krytycznych liniach.
* |dentyfikacja uszkodzen w sekcji zasilania CPU i Baseband.
* Praca na rzeczywistych ptytach gtéwnych.

Przerwa: 0,5h
lll. Sekcja odzysku danych i architektura procesoréw iPhone
3 h - zajecia teoretyczne

e o Sposodb przechowywania i szyfrowania danych w telefonach iPhone.
¢ Narzedzia i metody odzyskiwania danych.
e Analiza przypadkéw utraty danych oraz strategie ich odzysku.
e Omowienie procesoréw stosowanych w iPhone - réznice architektoniczne i funkcjonalne.

IV. Reballing, SWAP CPU oraz regeneracja padéw
5,5 h — zajecia praktyczne
Czesc¢ praktyczna (5,5 h):

e o Techniki demontazu CPU bez uszkodzenia ptyty gtéwne;.
e Czyszczenie i przygotowanie CPU oraz ptyty gtéwne;j.
¢ Reballing i ponowny montaz CPU.
¢ Regeneracja uszkodzonych padéw na CPU i ptycie gtéwne;j.
e Kontrola poprawnosci wykonanych potaczen.



Przerwa: 0,5h

V. Wymiana pamieci RAM w CPU
8,5 h (2 h teoria/5,5 h praktyka)
Czesc¢ teoretyczna (2 h):

e e« Diagnostyka usterek pamieci RAM w CPU.
¢ Metody testowania pamieci RAM w urzadzeniach iPhone.

Czesc¢ praktyczna (5,5 h):

e o Technika wymiany pamieci RAM w CPU.
e Zastosowanie frezarki CNC w procesie wymiany pamigci.
e Demontaz, czyszczenie i montaz nowej pamieci RAM.
e Testy funkcjonalne po wykonanej naprawie.

Przerwa: 0,5h
VI. Walidacja efektow uczenia sie i certyfikacja
1 h - zajecia praktyczne

Walidacja prowadzona jest po zakonczeniu czesci dydaktycznej szkolenia i odbywa sie w warunkach symulowanych na stanowisku
serwisowym.

Metody walidacji: Obserwacja w warunkach symulowanych — uczestnik wykonuje wskazane czynnosci serwisowe obejmujgce
diagnostyke, pomiary, naprawe wybranej usterki ptyty gtéwnej iPhone lub operacje na CPU/RAM, zgodnie z procedurami i zasadami BHP.
Wywiad swobodny — rozmowa z trenerem dotyczgca przebiegu diagnozy, zastosowanych metod naprawczych, doboru narzedzi oraz
oceny poprawnosci wykonanej pracy.

Pozytywna walidacja potwierdza przygotowanie uczestnika do samodzielnego wykonywania zaawansowanych napraw ptyt gtéwnych
iPhone, w tym operacji na poziomie CPU i pamieci RAM oraz odzysku danych.

Uczestnik, ktéry pozytywnie przejdzie walidacje, otrzymuje certyfikat potwierdzajacy ukoriczenie szkolenia.

Harmonogram

Liczba przedmiotow/zajeé: 19

Przedmiot / temat Data realizacji Godzina Godzina
Prowadzacy

. . . . . Liczba godzin
zajec zajeé rozpoczecia zakornczenia

Wprowadzenie tukasz
i 16-02-2026 09:00 12:00 03:00
do stanowiska Warszawa

pracy

Techniki

lokalizowania

usterek na

ptytach gtéwnych tukasz
iPhone. Analiza Warszawa
przypadkow

konkretnych

usterek

16-02-2026 12:00 13:00 01:00



Przedmiot / temat
zajec

Przerwa

EE3B) Techniki

lokalizowania
usterek na
ptytach gtéwnych
iPhone. Analiza
przypadkow
konkretnych
usterek

Techniki

lokalizowania
usterek na
ptytach gtéwnych
iPhone. Analiza
przypadkow
konkretnych
usterek

Przerwa

Sekcja

zasilaCPUii
Baseband

Sekcja

zasilaCPU i
Baseband

Przerwa

Sekcja

odzysku danych

Sekcja

odzysku danych.
Reballing i SWAP
CPU oraz
regeneracja
padéw

Przerwa

Prowadzacy

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

tukasz
Warszawa

Data realizacji
zajeé

16-02-2026

16-02-2026

17-02-2026

17-02-2026

17-02-2026

18-02-2026

18-02-2026

18-02-2026

19-02-2026

19-02-2026

Godzina
rozpoczecia

13:00

13:30

09:00

12:00

12:30

09:00

13:30

14:00

09:00

13:00

Godzina
zakonczenia

13:30

17:00

12:00

12:30

17:00

13:30

14:00

17:00

13:00

13:30

Liczba godzin

00:30

03:30

03:00

00:30

04:30

04:30

00:30

03:00

04:00

00:30



Przedmiot / temat Data realizacji Godzina Godzina . .
. Prowadzacy L, X , X Liczba godzin
zajec zajeé rozpoczecia zakonczenia

D sekcia

odzysku danych.

Reballing i SWAP tukasz
CPU oraz Warszawa
regeneracja

padéw

19-02-2026 13:30 15:00 01:30

IZPAE) Wymiana
- y tukasz

pamigci RAM w Warszawa 19-02-2026 15:00 17:00 02:00
CPU

IEF2E) Wymiana
D tukasz

pamieci RAM w Warszawa 20-02-2026 09:00 13:00 04:00
CPU

tukasz
Przerwa 20-02-2026 13:00 13:30 00:30
Warszawa

[FZ2F) Wymiana
- y tukasz

pamieci RAM w Warszawa 20-02-2026 13:30 16:00 02:30
CPU

Walidacja

- obserwacjaw
warunkach
symulowanych

- 20-02-2026 16:00 16:45 00:45

Walidacja

- wywiad

swobodny i - 20-02-2026 16:45 17:00 00:15
omoéwienie

efektéw

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny Cena

Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto 9 500,00 PLN
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto 9 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto 237,50 PLN

Koszt osobogodziny netto 237,50 PLN



Prowadzacy

Liczba prowadzacych: 1

1z1

O tukasz Warszawa

‘ ' Tworca Serwis24, Trener z 12-letnim doswiadczeniu w naprawach ptyt gtéwnych iPhone.
Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-77210raz certyfikat CompTIA GreenlT

Informacje dodatkowe

Informacje o materiatach dla uczestnikow ustugi

Po zakoriczonym szkoleniu uczestnicy otrzymujg materiaty w formie skryptu dotyczace catosci przekazywanej wiedzy.

Adres

ul. Koscielna 32A
26-115 Skarzysko Koscielne

woj. Swietokrzyskie

Udogodnienia w miejscu realizacji ustugi
e Klimatyzacja
o Wi

e Laboratorium komputerowe

Kontakt

O tukasz Warszawa

ﬁ E-mail |.warszawa@serwis24.org

Telefon (+48) 570 130 269



